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BESCHLUSS
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betreffend das Patent 102 94 771

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 23. April 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Strof3ner sowie der Richter Brandt, Metternich und Dr. Zebisch

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Prifungsstelle fiur Klasse H 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts hat
das am 4. Oktober 2002 international angemeldete und unter der
PCT-Veroffentlichungsnummer WO 03/034 467 A2 offengelegte Patent mit dem
Aktenzeichen 102 94 771.6 (Streitpatent) und der Bezeichnung ,Leistungshalblei-
termodul® durch Beschluss vom 31. Juli 2007 erteilt. Das Patent nimmt die deut-
sche Prioritat DE 101 49 886.1 vom 10. Oktober 2001 in Anspruch und wurde am
27. Dezember 2007 verdoffentlicht.

Die Prufungsstelle hat dabei im Prifungsverfahren den Stand der Technik geman

den folgenden Druckschriften zitiert:

D3 DE 195 33 298 Al und
D4 DE 195 30 264 Al.



Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 26. Marz 2008, am
Tag darauf beim Deutschen Patent- und Markenamt tber Fax eingegangen, frist-
gerecht Einspruch erhoben. In ihrem Schriftsatz hat sie beantragt, das Streitpatent
in vollem Umfang aus den im § 21 PatG genannten Grinden zu widerrufen (8 61
PatG), insbesondere weil der Gegenstand nach den 88 1 bis 5 PatG nicht patent-
fahig sei. Hilfsweise wurde die Anberaumung einer mundlichen Verhandlung be-

antragt, falls dem Antrag auf Widerruf nicht stattgegeben werden sollte.

Als Widerrufsgriinde hat sich die Einsprechende zwar pauschal auf alle in § 21
PatG genannten Griinde berufen, wobei sie jedoch als einzigen Widerrufsgrund
den Grund der mangelnden Patentfahigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) hervorgeho-
ben hat, so dass davon auszugehen ist, dass dies der einzige geltend gemachte
Widerrufsgrund ist, zumal die Einsprechende auch nur zu diesem substantiiert vor-
getragen hat. Bei ihrem Vorbringen hat sich die Einsprechende auf die folgenden

Druckschriften gestitzt:

D1 DE 35 05086 Al und
D2 DE 3307 704 Al.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom
16. Juli 2008 entgegengetreten und hat beantragt, das Streitpatent in beschrank-
tem Umfang auf Grundlage eines mit diesem Schriftsatz eingereichten neuen Pa-
tentanspruchs 1 aufrecht zu erhalten. Hilfsweise hat auch sie eine Anhérung bean-
tragt, falls inrem Antrag auf beschrankte Aufrechterhaltung nicht stattgegeben wer-

den sollte.

In der mindlichen Verhandlung vor der Patentabteilung 33 des Deutschen Patent-
und Markenamts am 12. Dezember 2008 hat die Einsprechende ihren Antrag, das
Patent in vollem Umfang zu widerrufen, aufrechterhalten. Die Patentinhaberin hat
in der Anhoérung nochmals neue Patentanspriiche eingereicht und beantragte als

Hauptantrag die beschrankte Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage ei-



nes in der mundlichen Verhandlung tberreichten und mit Hauptantrag bezeichne-
ten Anspruchs 1 sowie hilfsweise die beschrankte Aufrechterhaltung des Patents
auf Grundlage eines ebenfalls in der mundlichen Verhandlung vor der Patentabtei-

lung Uberreichten und mit Hilfsantrag bezeichneten Anspruchssatzes.

Als Ergebnis der Anhorung wurde das Streitpatent durch Beschluss der Patentab-
teilung 33 des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhérung gemaf 8§ 61
Abs. 1 Satz1 PatG widerrufen. So sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags gegentber der Druckschrift D3 und der des Anspruchs 1 des Hilfs-
antrags gegenuber der Druckschrift D1 nicht neu und damit nicht patentfahig. Der
Beschluss wurde sowohl der Patentinhaberin als auch der Einsprechenden am
4. Februar 2009 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom
3. Mérz 2009, am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax
eingegangen, fristgerecht Beschwerde eingelegt, welche sie mit Schriftsatz vom
9. August 2010 begrundet hat. Sie hat mit diesem Schriftsatz nochmals einen Satz
neuer Patentanspriiche eingereicht und beantragt, den Beschluss des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2008 aufzuheben und das Streitpa-
tent basierend auf diesen Patentanspriichen in eingeschranktem Umfang aufrecht
zu erhalten. Sie hat ausgefuhrt, dass der Gegenstand des neu eingereichten An-
spruchs 1 gegenuber dem ermittelten Stand der Technik neu sei und aul3erdem
auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns beruhe. Hilfsweise hat sie eine

mundliche Verhandlung beantragt.



Mit der Ladung zur mundlichen Verhandlung wurden die Parteien vom Senat noch
auf die im PCT-Recherchebericht genannte Druckschrift

D5 DE 4111 247 Al

hingewiesen. Dabei wurde ihnen mitgeteilt, dass die Druckschrift D1 in Verbindung
mit der Druckschrift D4 oder der Druckschrift D5 die Patentfahigkeit des in An-

spruch 1 beanspruchten Gegenstandes moglicherweise in Frage stellen kénnte.

Nach dem Einreichen eines neuen, als Hauptantrag bezeichneten Anspruchs 1
und eines als Hilfsantrag bezeichneten Anspruchssatzes in der mundlichen Ver-
handlung am 23. April 2013 stellt die Patentinhaberin und Beschwerdeftihrerin den

Antrag,

1. den Beschluss der Patentabteilung 1.33 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 12. Dezember 2008 aufzuheben;

2. das Patent Nr. 102 94 771 auf der Grundlage folgender Unter-
lagen beschrankt aufrechtzuerhalten:
Patentanspruch 1 und geanderte Absatze [0001] — [0035] so-
wie Bezugszeichenliste der Patentschrift, jeweils eingegangen
am 23. April 2013, und Zeichnungen gemalf der Patentschrift;

3. hilfsweise, das vorgenannte Patent auf der Grundlage folgen-
der Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhalten:
Patentanspriiche 1 - 7, eingegangen am 23. April 2013 als
Hilfsantrag, sowie Beschreibung und Zeichnungen gemal der
Patentschrift, mit der Mal3gabe, dass Absatz [0011] der Pa-
tentschrift lautet: ,Diese Aufgabe wird durch ein Leistungs-

halbleitermodul gemaf3 Anspruch 1 gelost®.



Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin ist den Ansichten der Patentinhabe-
rin mit Schriftsatz vom 18. April 2013, in dem sie ihre Auffassung, dass der Ge-
genstand des zu diesem Zeitpunkt geltenden Anspruchs 1 auf keiner erfinderi-
schen Tatigkeit beruhe, auch in Zusammenhang mit der vom Senat genannten
Druckschrift D5, dargelegt hat, und in der mundlichen Verhandlung am

23. April 2013 entgegengetreten und beantragt in der mundlichen Verhandlung,

die Beschwerde der Patentinhaberin zuriickzuweisen.

Der geltende, in der mundlichen Verhandlung am 23. April 2013 Uberreichte einzi-
ge Anspruch des Hauptantrags lautet (Gliederung bei ansonsten unveréandertem

Wortlaut eingefugt):

(M1) 1. Leistungshalbleitermodul

(M2)  zur Montage an einem Kihlelement (30) mit

(M3) mindestens einem Substrat (2), auf dem sich ein oder
mehrere Halbleiterbauelemente (6, 7, 8) befinden, und

(M4) einer auf das Substrat (2) einwirkenden Anpressvorrich-
tung (40), um das Substrat (2) im montierten Zustand an
das Kuhlelement (30) anzupressen,

(M5)  wobei erste und zweite federelastische Bereiche (16, 17,
18, 19) der Anpressvorrichtung integral aus dem Material
des Modulgehauses (10) geformt sind,

(M6) wobei das Material des Modulgehauses (10) mit den ers-
ten und zweiten federelastischen Bereichen (16, 17, 18,
19) Kunststoff ist,

(M7) wobei die Anpressvorrichtung (40) an mehreren, gleich-
maRig Uber das Substrat (2) verteilten Stellen auf das
Substrat (2) einwirkt,



(M8)

(M9)

(M10)

(M11)

(M12)

(M13)

(M14)

(M15)

(M16)

(M17)

wobei die Anpressvorrichtung (40) Andruckstempel (25)
aufweist, die mit den ersten federelastischen Berei-
chen (17) verbunden sind,

wobei das Substrat (2) ein Keramik-Substrat ist,

wobei an den ersten federelastischen Bereichen (17, 18)
jeweils eine lokale Materialverdiinnung vorgesehen ist, die
federnde elastische Bander (20, 21) bildet,

wobei die Bander (20, 21) einen Angelpunkt fur jeweils ei-
nen der Andruckstempel (25) bilden,

der stegformig ausgebildet ist und der ein freies Ende (26)
aufweist, mit dem er auf die Oberseite des Substrats (2)
einwirkt,

wobei das Modulgeh&use (10) ein erstes Teilgehause (14)
und ein zweites Teilgehause (12) aufweist,

wobei das erste Teilgehause (14) mit einem umlaufenden
Kragen (15) versehen ist,

wobei die zweiten federelastischen Bereiche (16, 19) mit-
telbar Uber den Kragen (15) auf einen Randbereich (28)
des Substrats (2) einwirken,

wobei im montierten Zustand das zweite Teilgehause (12)
das erste Teilgehause (14) Gbergreift, und

wobei Federkrafte (F2, F3) der ersten und zweiten feder-
elastischen Bereiche (16, 17, 18, 19) uber den Andruck-
stempel (25) bzw. Uber den Kragen (15) auf das Sub-

strat (2) Ubertragen werden.”



Der geltende, ebenfalls in der mindlichen Verhandlung tberreichte Anspruch 1
nach Hilfsantrag lautet (Gliederung bei unverandertem Wortlaut eingeftigt):

(N1) 1. Leistungshalbleitermodul

(N2)  zur Montage an einem Kihlelement (30) mit

(N3) mindestens einem Substrat (2), auf dem sich ein oder
mehrere Halbleiterbauelemente (6, 7, 8) befinden, und

(N4) einer auf das Substrat (2) einwirkenden Anpressvorrich-
tung (40), um das Substrat (2) im montierten Zustand an
das Kuhlelement (30) anzupressen,

(N5)  wobei ein oder mehrere federelastische Bereiche (16, 17,
18, 19) der Anpressvorrichtung (40)

(N5.1) -integral aus dem Material des Modulgehduses (10) ge-
formt und an einer Wand des Modulgehduses (10) ausge-
bildet sind die sich an der dem Substrat (2) abgewandten
Seite des Modulgehéauses befindet;

(N5.2) -gegenuberliegend der Seite des Substrates (2) angeord-
net sind, auf der sich die Halbleiterbauelemente (6, 7, 8)
befinden;

(N6) wobei die Anpressvorrichtung (40) Andruckstempel (25)
aufweist,

(N6.1) die mit den federelastischen Bereichen (16, 17, 18, 19)
verbunden und

(N6.2) zwischen diesen und dem Substrat (2) angeordnet sind;
und

(N7)  wobei die Andruckstempel (25) dazu ausgebildet sind, im
montierten Zustand seitlich neben dem einen oder den
mehreren Halbleiterbauelementen (6, 7, 8) einen Andruck

des Substrats (2) an das Kiuihlelement (30) zu bewirken.*
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Die zulassige Beschwerde der Patentinhaberin hat keinen Erfolg, denn die Leis-
tungshalbleitermodule nach den Anspriichen 1 gemafd dem Haupt- und dem Hilfs-
antrag sind nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung vom 23. April 2013
nicht patentfahig, so dass die Patentabteilung das Streitpatent zu Recht widerru-

fen hat.

1. Die Zulassigkeit des Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Verfahrenssta-
dium, auch im Beschwerdeverfahren, zu prufen (vgl. Schulte PatG, 8. Auflage,
§ 59 Rdn. 56 und 160 bis 162, BGH GRUR 1972, 592 — ,Sortiergeréat”), da nur das
Vorliegen eines zulassigen Einspruchs die sachliche Uberpriifung eines erteilten

Patents erlaubt.

Vorliegend ist der form- und fristgerecht erhobene Einspruch zulassig, weil die
Einsprechende den geltend gemachten Einspruchsgrund der fehlenden Patentfa-
higkeit substantiiert dargelegt hat und die Tatsachen, die den Einspruch rechtferti-
gen, im Einzelnen aufgeftihrt hat (8 59 Abs. 1 Satz 4 PatG). So wird in der zuge-
hdrigen Begrindung zu den einzelnen Merkmalen des Anspruchs 1 angefihrt, wo
in der Druckschrift D1 diese offenbart seien, so dass die Patentabteilung des
Deutschen Patent- und Markenamts und die Patentinhaberin in die Lage versetzt
wurden, ohne eigene Nachforschungen festzustellen, ob der behauptete Wider-
rufsgrund der fehlenden Neuheit (8 3 PatG) vorliegt (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988,
250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1 - ,Epoxidation®; Schulte, PatG, 8. Auflage, 8 59
Rdn. 93 bis 97).

2. Das Streitpatent betrifft ein Leistungshalbleitermodul zur Montage an einem
Kihlelement mit mindestens einem Substrat, auf dem sich ein oder mehrere Halb-
leiterbauelemente befinden, und mit einer auf das Substrat einwirkenden Anpress-
vorrichtung, um das Substrat im montierten Zustand an das Kuhlelement anzu-

pressen.
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Bei einem derartigen, beispielsweise aus der DE 199 42 915 A1 hervorgehenden
Leistungshalbleitermodul sind auf der Oberseite eines isolierenden und thermisch
leitenden Tragers (Substrat) mehrere Leistungshalbleiter in einer Reihe angeord-
net und mit auf der Oberseite des Substrats verlaufenden Leiterbahnen verbun-

den.

Die Unterseite des Substrats wird durch eine Anpressvorrichtung auf einen Kihl-
korper gepresst. Uber den Kuhlkérper werden beim Betrieb des Leistungshalblei-
termoduls in Form von Warme auftretende Verlustleistungen abgefihrt. Fur eine
effektive Warmeabfuhr bzw. einen geringen Warmeubergangswiderstand und da-
mit einen zuverlassigen Betrieb des Leistungshalbleitermoduls muss der Kuhlkér-

per flachig und spaltfrei an der Substratunterseite anliegen.

Problematisch sind dabei die durch unterschiedliche Warmeausdehnungskoeffi-
zienten der verschiedenen Materialien der Halbleitermodulkomponenten (z. B. von
Substrat und Halbleitermaterial) bedingten inneren mechanischen Spannungen
des Moduls. Diese Spannungen fuhren zu unerwiinschten Deformationen der
Substrat- bzw. Leistungshalbleitermodulunterseite, so dass eine ebene Kontaktfla-
che zum Kuhlkorper nicht mehr gewahrleistet ist. Dadurch entstehen Zwischenrau-
me und Luftspalte, die die Warmeubertragung zwischen Kihlkérper und Substrat

beeintrachtigen. Diese Problematik nimmt mit zunehmender Substratgrof3e zu.

Zur Losung dieser Problematik ist es denkbar, zuséatzlich eine Metallplatte als Bo-
denplatte des Leistungshalbleitermoduls vorzusehen, mit deren Oberseite die
Substratunterseite z. B. verlotet ist. Formabweichungen wirde dann die zwischen
der Bodenplatte und der Substratunterseite liegende Lotschicht ausgleichen. Die
Bodenplatte ware mit ihrer Unterseite mit dem Kuhlkorper verbunden, um sowohl
einer gleichméaRigen Warmeverteilung als auch zur Aufnahme der mechanischen
Spannungen zu dienen. Allerdings erhéht diese Konstruktion durch die zuséatzliche
Bodenplatte und deren Montage die Gesamtkosten eines so ausgestalteten Leis-

tungshalbleitermoduls.
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Es ist auch denkbar, die Anpresskrafte durch externe Klammern zu erhdéhen, wie
sie z. B. aus der DE 197 23 270 Al prinzipiell bekannt sind. Wenn aber das Sub-
strat durch hohe lokale Anpressdriicke stark belastet wird, besteht die Gefahr des
Substratbruchs. Diese Gefahr nimmt mit steigender Substratgrof3e zu. Aul3erdem
verteuert und verkompliziert die Verwendung zuséatzlicher Klammern den Monta-

geprozess.

In dem elektronischen Modul in DE 195 33 298 Al (= Druckschrift D3) pressen se-
parate Federelemente innerhalb des Gehauses die Leistungsbauelemente an den
Kuhlkorper. Kontaktstempel, die Uber Federn mit dem Gehé&use verbunden sind,
Ubernehmen in dem Leistungshalbleitermodul der DE 195 30 264 A1 (= Druck-
schrift D4) die gleiche Funktion (vgl. insoweit Abs. [0001] bis [0009] der geltenden

Unterlagen).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufga-
be zugrunde, ein kostengunstig herstellbares Leistungshalbleitermodul zu schaf-
fen, das ohne zusatzliche separate Bauteile einen guten thermischen Kontakt zu
einem Kuhlelement oder Kihlkdrper gewahrleistet (vgl. Abs. [0010] der geltenden

Unterlagen).

Diese Aufgabe wird durch die jeweiligen Leistungshalbleitermodule gemald den

Ansprichen 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags gelost.

Das beanspruchte Leistungshalbleitermodul zur Montage an einem Kihlelement
gemald Hauptantrag, das mindestens ein Substrat aufweist, auf dem sich ein oder
mehrere Halbleiterbauelemente befinden, und das eine auf das Substrat einwir-
kende Anpressvorrichtung besitzt, um das Substrat im montierten Zustand an das
Kihlelement anzupressen, zeichnet sich somit dadurch aus, dass zwei Kategorien
von federelastischen Bereichen der Anpressvorrichtung integral aus dem Kunst-
stoffmaterial des Modulgehauses geformt sind. Dabei ist an den ersten der feder-

elastischen Bereiche jeweils eine lokale Materialverdiinnung vorgesehen, die fe-
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derelastische Béander bildet. Diese Bander bilden wiederum einen Angelpunkt fur
jeweils einen Andruckstempel, der so mit einem dieser ersten federelastischen Be-
reiche verbunden ist. Die Andruckstempel sind stegférmig ausgebildet und besit-
zen ein freies Ende, mit dem sie auf die Oberseite des Substrats einwirken. Das
Modulgehause besteht aus zwei Teilgehdausen, wobei das erste Teilgehduse mit
einem umlaufenden Kragen versehen ist und das zweite Teilgehause im montier-
ten Zustand das erste Teilgehause Ubergreift. Die zweiten der federelastischen
Bereiche wirken mittelbar Uber den Kragen auf einen Randbereich des Substrats
ein, welches aus Keramik besteht. Dabei sind die Verhaltnisse so, dass zum Einen
Federkréafte der ersten federelastischen Bereiche uber die Andruckstempel und
zum Anderen Federkréafte der zweiten federelastischen Bereiche Uber den Kragen
auf das Substrat Ubertragen werden. Insgesamt wird die Anpressvorrichtung damit
SO ausgestaltet, dass sie an mehreren, gleichmafiig Uber das Substrat verteilten
Stellen auf das Substrat einwirkt. Dies fuhrt zu einem gleichméfigen und damit fla-
chigen Anpressen des Keramiksubstrats an den Kuhlkérper und wirkt einer durch
ungleichmafiiiges Anpressen verursachten Bruchgefahr des Keramiksubstrats ent-

gegen.

Das Leistungshalbleitermodul zur Montage an einem Kihlelement gemafR An-
spruch 1 des Hilfsantrags weist wie das Leistungshalbleitermodul gemafl An-
spruch 1 des Hauptantrags ebenfalls mindestens ein Substrat auf, auf dem sich
ein oder mehrere Halbleiterbauelemente befinden, und besitzt ebenfalls eine auf
das Substrat einwirkende Anpressvorrichtung, um das Substrat im montierten Zu-
stand an das Kuhlelement anzupressen. Im Unterschied zum Anspruch 1 nach
Hauptantrag wird hier jedoch nur der erste Typ der federelastischen Bereiche ge-
nannt, wobei diese auch hier integral aus dem Material des Modulgehauses ge-
formt sind und wobei auch hier Andruckstempel mit ihnen verbunden sind. Zusatz-
lich wird jedoch angegeben, dass die federelastischen Bereiche an einer Wand
des Modulgehauses ausgebildet sind, die sich an der dem Substrat abgewandten
Seite des Modulgehauses befindet, und sie gegeniberliegend der Seite des Sub-

strats angeordnet sind, auf der sich die Halbleiterbauelemente befinden. Die An-
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druckstempel sind zwischen den federelastischen Bereichen und dem Substrat
angeordnet und dazu ausgebildet, im montierten Zustand seitlich neben dem ei-
nen oder den mehreren Halbleiterbauelementen einen Andruck des Substrats an
das Kihlelement zu bewirken. Sie driicken somit insbesondere nicht auf das Halb-

leiterbauelement selbst.

Ein wesentlicher Aspekt des Leistungshalbleitermoduls beider Antrage besteht im
mehrfunktionalen Einsatz eines Modulgehauses. Durch sie kann auf separat zu
fertigende, zu handhabende und zu montierende Einzelteile zum Anpressen des
Substrats an das Kihlelement oder an den Kihlkorper verzichtet werden. Das Ge-
hause erlaubt in einem einzigen Montagevorgang sowohl die Fixierung des Leis-
tungshalbleitermoduls auf dem Kihlkorper als auch die Herstellung eines guten

thermischen Kontakts (vgl. Abs. [0012] der geltenden Unterlagen).

3. Die Gegenstande der Anspriiche 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags be-
ruhen auf keiner erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns, so dass sie nicht patent-
fahig sind (8 21 Abs. 1 Nr. 1, § 4 PatG).

Die Frage der Zulassigkeit der geltenden Anspriche kann aus diesem Grund da-
hingestellt bleiben (vgl. hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 - ,Elasti-
sche Bandage®).

Zustandiger Fachmann ist ein berufserfahrener Physiker oder Ingenieur der Fach-
richtung Elektrotechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulausbildung, der tber

Erfahrung in der Entwicklung von Gehausen fir Leistungshalbleitermodule besitzt.
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3.1. Hauptantrag

Die Lehre des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruht auf keiner erfinderischen Ta-
tigkeit, da sie sich fur den Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre der
Druckschrift D1 ergibt (8§ 4 PatG).

So zeigt Druckschrift D1 in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut des geltenden An-

spruchs 1 des Hauptantrags ein

(M1) Leistungshalbleitermodul (vgl. die Bezeichnung: ,Leis-

tungshalbleitermodul mit einem Kunststoffgehduse®)

(M2)  zur Montage an einem Kuhlelement (vgl. S. 6, Z. 26 bis
29: ,Bei der Montage des Moduls auf einen Kiihlkérper
laRt es die Nachgiebigkeit der Lippe 5 zu, dal’ das etwas
hervorstehende Substrat 7 ein wenig nach innen gedruckt

wird.”) mit

(M3)  mindestens einem Substrat (Keramiksubstrat 7), auf dem
sich ein oder mehrere Halbleiterbauelemente (Halbleiter-
chip 10) befinden (vgl. Fig. 1 i.V.m. S. 6, Z. 14 bis 16:
JAuf der Oberseite des metallisierten Substrats 7 ist ein
Halbleiterchip 10 (z. B. eine Diode) aufgelétet,...“), und

(M4) einer auf das Substrat (7) einwirkenden Anpressvorrich-
tung, um das Substrat (7) im montierten Zustand an das
Kihlelement anzupressen (vgl. S. 6, Z. 26 bis 31: ,Bei der
Montage des Moduls auf einen Kuhlkorper lait es die
Nachgiebigkeit der Lippe 5 zu, dal} das etwas hervorste-
hende Substrat 7 ein wenig nach innen gedrtckt wird. Da-

durch wird ein gleichméRiger Andruck des Substrats 7 auf
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den Kiihlkérper erreicht.“ und S. 7, Z. 12 bis 20: ,Wie be-
reits ausgefuhrt, ist die erfindungsgemalle Modulausfiih-
rung besonders fir Module hoher Leistung geeignet.
Wenn solche Module eine grol3e Substratflache, z. B. gro-
Rer als 50 x 50 mm? aufweisen, kann es zweckméRig
sein, wenigstens eine am Kunststoffgehéduse 1 angeformte
Abstltzung 19 vorzusehen, die etwa in der Substratmitte
oder besonders dort wo aktive Bauelemente angeordnet
sind, auf das Keramiksubstrat 7 driickt und damit einen

niedrigen Wéarmewiderstand gewé&hrleistet.”)

wobei erste (Stutzlippen 20) und zweite federelastische
Bereiche (Lippe 5 bzw. gefaltete Lippe 17) der Anpress-
vorrichtung integral aus dem Material des Modulgeh&auses
(Kunststoffgehduse 1) geformt sind (Vgl. die Fig. 1 und 2,
die keine Unterbrechung des Gehauses zu den Teilen der
Anpressvorrichtung zeigen, so dass diese Teile integral
aus dem Material des Modulgehéuses bestehen, vgl. auch
S. 7, Z. 25 bis 27: Zur einfacheren Gestaltung des Spritz-
werkzeuges fur das Kunststoffgehduse 1 und zur leichte-
ren Entnahme...” und S. 7, Z. 15 bis 17: ,... kann es
zweckmallig sein, wenigstens eine am Kunststoffgehau-

se 1 angeformte Abstiitzung 19 vorzusehen,..."),

wobei das Material des Modulgehduses (1) mit den ersten
und zweiten federelastischen Bereichen (20, 5 bzw. 17)
Kunststoff ist (vgl. die Bezeichnung: ,Leistungshalbleiter-

modul mit Kunststoffgehéuse®),



(M8)

(M9)

(M10)

-17 -

wobei die Anpressvorrichtung Andruckstempel (Abstut-
zung 19) aufweist (vgl. S. 7, Z. 14 bis 20: ,Wenn solche
Module eine groRe Substratflache, z.B. grofler als
50 x 50 mm? aufweisen, kann es zweckmaRig sein, we-
nigstens eine am Kunststoffgehause 1 angeformte Abstit-
zung 19 vorzusehen, die etwa in der Substratmitte oder
besonders dort wo aktive Bauelemente angeordnet sind,
auf das Keramiksubstrat 7 drickt und damit einen niedri-
gen Wiérmelbergangswiderstand gewéhrleistet.”), die mit
den ersten federelastischen Bereichen (20) verbunden
sind (vgl. Fig. 2 i.V.m. S. 7, Z. 20 bis 23: ,Diese Abstt-
zung 19 kann zweckmallig am Ende mit Stutzlippen 20
versehen sein, wodurch eine vorteilhafte Elastizitat der

Abstutzeinrichtung 19, 20 erreicht wird.”),

wobei das Substrat (7) ein Keramik-Substrat ist (vgl. S. 6,
Z.5 bis 6: ,...in die ein Keramiksubstrat 7 eingeklebt

wird. "),

wobei an den ersten federelastischen Bereichen (20) je-
weils eine lokale Materialverdiinnung vorgesehen ist (vgl.
Fig. 2, aus der ersichtlich ist, dass die Stttzlippen 20 eine
Materialverdiinnung darstellen), die federnde elastische
Bander bildet (Fig. 2 zeigt einen Schnitt, der auch durch
eine Abstitzeinrichtung 19 geht. Diese weist Stitzlip-
pen 20 auf, welche ebenfalls geschnitten werden. Da es
sich um Stitzlippen handelt, bilden diese ein Band, des-
sen Langsrichtung senkrecht zur Papierebene ist, und das

somit in der Ansicht von Fig. 2 quer durchschnitten ist.)



(M11)

(M12)

(M13)

-18 -

wobei die Bander einen Angelpunkt fur jeweils einen der
Andruckstempel (19) bilden (vgl. Fig. 2. Die Stitzlippen 20
gehen an den Angelpunkten, welche sich am hinteren En-
de der Stutzlippen und damit auf einer Seite der Bander

befinden, in die Abstlitzeinrichtung 19 lber),

der stegférmig ausgebildet ist (Dies ergibt sich aus der auf
S. 7, Z. 33 bis 34 offenbarten Méglichkeit: ,Entsprechend
kann in Figur 2 die Stutze 19 nur am Gehauseunterteil an-
geformt sein.” Dies ist nur méglich, wenn die Abstiitzung
stegformig ist, da sie mit mindestens einer Seite des Ge-
hauseunterteils verbunden sein muss, was nur méglich ist,
wenn sie stegférmig von der Gehauseseite hereinragt
oder zwei gegeniberliegende Gehauseseiten verbindet.)
und der ein freies Ende aufweist (Siehe das untere Ende
der Abstutzung 19 in Fig. 2), mit dem er auf die Oberseite
des Substrats (7) einwirkt (Das untere freie Ende der Ab-
stitzung 19 wirkt Uber die Stiutzlippen 20 auf das Sub-
strat 7 ein),

wobei das Modulgehéause (1) ein erstes Teilgehause (Ge-
hauserahmen 4.2) und ein zweites Teilgehause (De-
ckel 4.1) aufweist (vgl. S. 7, Z. 25 bis 34: ,Zur einfacheren
Gestaltung des Spritzwerkzeuges fiur das Kunststoffge-
hause 1 und zur leichteren Entnahme aus einer Form
kann es zweckmalig sein, das Gehause 1 in einen De-
ckel 4.1 und einen Gehauserahmen 4.2 zu trennen, wobei
der Deckel 4.1 nachtraglich vor dem Umbiegen des An-
schlusses 14 auf den Gehduserahmen 4.2 aufgesetzt
wird. Die Trennung wischen Rahmen 4.2 und Deckel 4.1

ist in Fig. 1 durch eine gestrichelte Linie 4.3 angedeutet.
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Entsprechend kann in Figur 2 die Stutze 19 nur am Ge-

héuseunterteil angeformt sein.”),

wobei das erste Teilgehause (4.2) mit einem umlaufenden
Kragen versehen ist (Die Ausfuhrung des Teils 4.2 als Ge-
hauserahmen, wie auf S. 7, Z. 28 angegeben, resultiert in
einer Ausfuhrung als umlaufender Kragen, wie in Fig. 1

und 2 zu sehen ist.),

wobei die zweiten federelastischen Bereiche (17) mittelbar
tber den Kragen auf einen Randbereich des Substrats (7)
einwirken (In Fig. 2 ist zu erkennen, dass die federelasti-
schen Bereiche 17 unmittelbar auf den Rand des Sub-
strats einwirken. Im montierten Zustand muss aber, da die
federelastischen Bereiche und das Substrat 7 in Ruhe
bleiben, auch eine Gegenkraft wirken. Diese wirkt vom Fe-
derelement 17 auf den Kragen, also den Gehauserah-
men 4.2, dann auf die nicht gezeigte Schraube in der Off-
nung 3, mit der das Gehause auf dem Kuhlkorper befestigt
ist, weiter auf den Kuhlkorper und von diesem wieder auf
das Substrat 7 und dessen Rand. Da das Substrat im
montierten Zustand in Ruhe bleibt, muss die Kraft, die von
dem Federelement 17 unmittelbar auf den Rand des Sub-
strats ausgeubt wird, gleich der Gegenkraft sein, welche
abgesehen von Anteilen, welche je nach Ausrichtung
durch die Schwerkraft erzeugt werden, mittelbar vom Fe-
derelement 17 Uber den Kragen auf den Rand des Sub-
strats ausgeibt wird. Damit wirken die zweiten federelasti-
schen Bereiche nicht nur unmittelbar auf den Rand des
Substrats ein, sondern auch mittelbar tiber den Kragen auf

einen Randbereich des Substrats.),
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(M16) wobeiim montierten Zustand das zweite Teilgehause (4.1)

das erste Teilgehause (4.2) Ubergreift (vgl. Fig. 1), und

(M17) wobei Federkrafte der ersten (20) und zweiten (17) feder-
elastischen Bereiche tUber den Andruckstempel (19) bzw.
Uber den Kragen (4.2) auf das Substrat (7) Ubertragen
werden (Die Stutzlippen 20 Ubertragen zum einen Feder-
krafte unmittelbar auf das Substrat 7. Doch auch hier
muss eine Gegenkraft vorhanden sein. Diese wirkt auf die
Abstiutzung 19, von dort auf den Deckel des Gehauses,
weiter auf den Gehéuserahmen, dann tber die nicht dar-
gestellte Schraube im Loch 3 auf den Kuhlkdrper und von
dort wiederum auf das Substrat 7 als Gegenkraft zur un-
mittelbaren Kraft auf das Substrat. Damit werden Feder-
krafte Uber den Andruckstempel und den Kragen auf das
Substrat Ubertragen. Der Verlauf der Federkréafte von der
Lippe 17 auf das Substrat 7 wurde bereits in Zusammen-

hang mit dem Merkmal M15 dargestellt.).

Es verbleibt somit das Merkmal M7 des beanspruchten Leistungshalbleitermoduls,
dass die Anpressvorrichtung an mehreren, gleichmaflig Gber das Substrat verteil-
ten Stellen auf das Substrat einwirkt, das der Druckschrift D1 nicht explizit zu ent-
nehmen ist. Jedoch offenbart Druckschrift D1 sowohl eine Lippe (17) an der Ge-
hausewand als auch eine Abstitzung (19), welche tber die Stutzlippen (20) an an-
deren Stellen als die Lippe (17) auf das Substrat einwirkt. Damit wirkt die Anpress-
vorrichtung an mehreren Stellen auf das Substrat ein. Dabei wird in Druck-
schrift D1 vorgeschlagen, die Abstlitzung (19) bei grof3en Substraten etwa in der
Substratmitte vorzusehen (vgl. S. 7, Z. 14 bis 21). Der Fachmann wird dies, da die
Lippen (17) auf den Rand des Substrats driicken, so verstehen, dass die Stellen,
an denen die Anpressvorrichtung auf das Substrat driickt, so verteilt sein sollen,

dass dieses moglichst gleichmaRig an den Kuhlkorper gedriickt wird. Folgt er dem
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Hinweis auf S. 7, Zeilen 16 und 17, mehrere Abstitzungen (19) vorzusehen, so
wird er diese somit so gestalten, dass sie an mehreren, gleichmaldig Uber das
Substrat verteilten Stellen auf das Substrat einwirken, um ein gleichmafiges An-

driicken zu gewabhrleisten.

Damit kommt der Fachmann ohne erfinderisch tatig zu werden zum Gegenstand

des Anspruchs 1 des Hauptantrags, der deshalb nicht patentfahig ist.

3.2 Hilfsantrag

Die Lehre des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 beruht ebenfalls auf keiner erfinde-
rischen Tatigkeit, da sie sich fir den Fachmann in naheliegender Weise aus der
Kombination der Lehren der Druckschriften D1 und D5 ergibt (8 4 PatG).

So ist aus der Druckschrift D1 im Wortlaut des geltenden Anspruchs 1 des Hilfsan-

trags ein

(N1) Leistungshalbleitermodul (vgl. Bezeichnung: ,Leistungs-

halbleitermodul mit einem Kunststoffgehéduse®)

(N2)  zur Montage an einem Kuhlelement (vgl. S. 6, Z. 26 bis
29: ,Bei der Montage des Moduls auf einen Kihlkérper
laRt es die Nachgiebigkeit der Lippe 5 zu, dal das etwas
hervorstehende Substrat 7 ein wenig nach innen gedruckt

wird.”) bekannt mit

(N3) mindestens einem Substrat (Substrat 7), auf dem sich ein
oder mehrere Halbleiterbauelemente (Halbleiterchip 10)
befinden (vgl. Fig. 1 i. V. m. dem Text S. 6, Z. 14 bis 17:
JAUf der Oberseite des metallisierten Substrats 7 ist ein

Halbleiterchip 10 (z. B. eine Diode) aufgelttet, das oben
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Uber eine Molybdanronde 11 und einen Kontaktbiugel 12
kontaktiert ist.),

und einer auf das Substrat (7) einwirkenden Anpressvor-
richtung, um das Substrat (7) im montierten Zustand an
das Kuhlelement anzupressen (vgl. S.7, Z.12 bis 20:
~Wie bereits ausgefiihrt, ist die erfindungsgeméale Modul-
ausfuhrung besonders fur Module hoher Leistung geeig-
net. Wenn solche Module eine grof3e Substratflache, z. B.
groRer als 50 x 50 mm? aufweisen, kann es zweckmaRig
sein, wenigstens eine am Kunststoffgehause 1 angeformte
Abstltzung 19 vorzusehen, die etwa in der Substratmitte
oder besonders dort wo aktive Bauelemente angeordnet
sind, auf das Keramiksubstrat 7 drickt und damit einen

niedrigen Wérmelibergangswiderstand gewébhrleistet.”),

wobei ein oder mehrere federelastische Bereiche (Stutzlip-
pen 20) der Anpressvorrichtung (vgl. S. 7, Z. 20 bis 23:
,Diese Abstltzung 19 kann zweckmaRig am Ende mit
Stutzlippen 20 versehen sein, wodurch eine vorteilhafte

Elastizitat der Abstlutzeinrichtung 19, 20 erreicht wird.*)

integral aus dem Material des Modulgehauses geformt
sind (vgl. Fig. 2, wo keine Unterbrechung des Gehause-
materials im Querschnitt zu sehen ist, und S. 7, Z. 16 bis
17: ,... wenigstens eine am Kunststoffgehduse 1 ange-

formte Abstltzung 19 vorzusehen,...”);
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(N5.2) gegeniberliegend der Seite des Substrates (7) angeord-
net sind, auf der sich die Halbleiterbauelemente (10) befin-
den (vgl. die Lage der Stiutzlippen 20 relativ zum Sub-
strat 7 in Fig. 2);

(N6) wobei die Anpressvorrichtung Andruckstempel (Abstut-
zung 19) aufweist,

(N6.1) die mit den federelastischen Bereichen (20) verbunden

sind (vgl. Fig. 2); und

(N7)  wobei die Andruckstempel (19) dazu ausgebildet sind, im
montierten Zustand seitlich neben dem einen oder den
mehreren Halbleiterbauelementen (10) einen Andruck des
Substrats (7) an das Kuhlelement zu bewirken (vgl. Fig. 2,
die zeigt, dass sich unter dem Andruckstempel kein Halb-
leiterbauelement befindet, und S. 7, Z. 14 bis 20: ,Wenn
solche Module eine groRe Substratflache, z. B. grol3er als
50 x 50 mm? aufweisen, kann es zweckmaRig sein, we-
nigstens eine am Kunststoffgehdause 1 angeformte Absttit-
zung 19 vorzusehen, die etwa in der Substratmitte oder
besonders dort wo aktive Bauelemente angeordnet sind,

auf das Keramiksubstrat 7 driickt und damit einen niedri-

gen Wéarmelibergangswiderstand gewéhrleistet.”).

Damit unterscheidet sich das in Anspruch 1 des Hilfsantrags beanspruchte Leis-
tungshalbleitermodul von dem aus Druckschrift D1 lediglich dadurch, dass die fe-
derelastischen Bereiche an einer Wand des Modulgehauses ausgebildet sind, die
sich an der dem Substrat abgewandten Seite des Modulgehauses befindet (Merk-

mal N5.1), und dass die Andruckstempel zwischen den federelastischen Berei-
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chen und dem Substrat angeordnet sind (Merkmal N6.2). Diese Unterschiede be-
ruhen aber auf keiner erfinderischen Téatigkeit des Fachmanns.

In Druckschrift D1 ist das federnde Element, n&mlich die Stitzlippe (20), am unte-
ren Ende des Stempels angebracht. Dem Fachmann ist jedoch bekannt, dass bei
Stempeln oder Abstiitzungen zum Andriicken eines Leistungshalbleitersubstrats
an einen Kuhlkorper in vielen Fallen die federnden Elemente oberhalb des Stem-
pels angebracht werden. So zeigt Fig. 3 der Druckschrift D5 eine Schaltungsan-
ordnung, bei der ein Federelement (72) und eine Scheibe (74) einen Teil einer An-
pressvorrichtung eines Halbleitermoduls bilden. Dort befindet sich die Schei-
be (74), die den Stempel darstellt, zwischen dem federelastischen Bereich, nam-
lich dem Federelement (72) und dem Substrat (Tragerplatte 14). Der Fachmann
wird diese Mdoglichkeit, den federelastischen Bereich oberhalb des Stempels anzu-
bringen, auch im Falle der Druckschrift D1 nutzen und auch hier ein federelasti-
sches Element am oberen Ende anstatt am unteren Ende des Stempels (19) an-
bringen, da auf diese Weise z. B. der Platzverbrauch fur den Andruckstempel auf
dem Substrat gegenuber dem in Druckschrift D1 gezeigten Einsatz von Stitzlip-
pen verringert werden kann. Als Ergebnis sind dann die federelastischen Bereiche
an einer Wand des Modulgehduses ausgebildet, die sich an der dem Substrat ab-
gewandten Seite des Modulgehduses befindet (Merkmal N5.1), und die Andruck-
stempel sind zwischen den federelastischen Bereichen und dem Substrat ange-
ordnet (Merkmal N6.2). Der Fachmann kommt somit ohne erfinderisch téatig zu
werden zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags, der deshalb nicht pa-

tentfahig ist.

4. Die auf den Anspruch 1 des Hilfsantrags riickbezogenen Unteranspriche 2 bis
7 des Hilfsantrags fallen auf Grund der Antragsbindung mit dem Anspruch 1 des
Hilfsantrags (vgl. BGH GRUR 2007, Heft 10, S. 862 bis 865, insbesondere Abs. 20

bis 22 — , Informationsubermittlungsverfahren /).
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5. Bei der dargelegten Sachlage war die Beschwerde der Patentinhaberin zurtick-
zuweisen, womit folglich der Widerruf des Patents durch die Patentabteilung 1.33

des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2008 bestehen bleibt.

Dr. StroRRner Brandt Metternich Dr. Zebisch
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